
 

 

美光於 COMPUTEX 2026  展現 AI 全面驅動力  

端到端的 AI 記憶體和儲存產品組合，涵蓋資料中心及智慧邊緣，核心產品現已量產 

 

台灣台北，2026年 6月 2日 — 美光科技（Nasdaq: MU）今天宣布將於 COMPUTEX 2026 期間

展示其完整的 AI 最佳化記憶體與儲存解決方案產品組合，全面賦能下一代 AI 資料中心與智慧邊

緣應用。隨著 AI 工作負載從模型訓練拓展到大規模推論，包括推理密集型和 AI 代理系統；從運

算堆疊到記憶體階層中的各個層級，對記憶體和儲存的需求都大幅增加。 

美光執行副總裁暨事業長 Sumit Sadana 表示：「 AI 模型的上下文長度正以每年 30 倍的速度暴增

1「，而單台伺服器的記憶體容量在過去三年間卻僅增長一倍2「。現今的系統效能正前所未有地取決

於記憶體頻寬和容量。此一半導體生態系的結構性轉型，使記憶體和儲存技術躍升為不可或缺的

戰略性資產。美光憑藉從 HBM 到專為 AI 時代打造的 DRAM 和 NAND 解決方案，以一系列業界

領先與首創產品，全面支援 AI 時代的需求。」 

記憶體和儲存是 AI 資料中心效能的基礎 

美光的資料中心記憶體和儲存產品組合共同組成 AI 運算專用的階層架構：HBM 驅動高速模型執

行和 KV 快取。LPDDR 和 DDR 擔綱系統記憶體，負責調度編排與長上下文擴展，其中，LPDDR 

具備更高效能。資料中心 SSD 完善了整個架構，為 KV 快取需求提供穩定容量，高容量 SSD 則

是打造海量資料湖的堅實後盾。在此分層架構中，每一層都以美光為核心，最佳化延遲、頻寬、

功耗、容量和成本，能有效分擔 GPU 的負載，進而最大化資料中心 Token 產出量。美光在其產

品組合中取得的最新里程碑，正充分展現此一動能： 

• HBM：透過 HBM4 36GB 12H，頻寬每提升 2 倍，大型語言模型（LLM）推論吞吐量便能

提高 2.6 倍（以每秒 Token 產出量計算）。3 

 
1 https://epoch.ai/data-insights/context-windows  
2 資料來源：Trendforce 2026。 

3 係基於美光內部模擬估算，使用 288GB HBM4 系統相較於現今採用的 288GB HBM3E GPU 系統，其 GPU FLOPs 

提升 1.5 倍。 

https://epoch.ai/data-insights/context-windows


 
• SOCAMM：美光獨家提供全球最高容量的 256GB SOCAMM2，相較於標準 RDIMM，功

耗與佔用空間均驟減三分之二，進一步鞏固美光在低功耗資料中心記憶體領域的領導地位。

4 

• 高容量 RDIMM：美光已向客戶送樣採用業界領先 1γ（1-gamma）技術的 256GB DDR5 

RDIMM，其傳輸速度最高可達 9,200 MT/s，不僅比現行量產模組加快 40%，相較於兩個 

128GB 模組，其運作功耗降低超過 40% 。5 

• 資料中心 SSD：美光 9650 SSD 是全球首款商用 PCIe® Gen6 SSD，專為 AI 推論和訓練

工作負載提供高效能而設計。美光 6600 ION SSD容量高達 245TB，為密度和能源效率樹

立新標竿；同時，其機架佔用空間縮減 82%6，功耗也較 HDD 的部署減半7。 

 AI 始於雲端，在邊緣實現價值 

隨著 AI 推論從資料中心延伸到 PC、智慧型手機、汽車和嵌入式系統，記憶體和儲存裝置的需求

正發生根本性的轉變。美光正針對這波轉型積極布局：高密度 DRAM 可確保 AI 模型和代理型 AI 

維持常駐運行，而美光的儲存解決方案則進一步進化成 主動作業層」，支援從 AI PC 上的本地模

型快取、到車載即時感測器融合等各種應用，在各個邊緣端提供更快速、更即時的 AI 體驗。 

• LPCAMM：LPCAMM2 搭配 LPDDR5X 可提供高達 9,600 MT/s 的傳輸速度，採用模組化、

低功耗的 128 位元雙通道設計，專為更輕巧纖薄的 PC 設計。 

• GDDR：GDDR7 提供高達 1.5 TB/s 的系統頻寬，比 GDDR6 高 60%8，AI 推論吞吐量最

多可提升達 33%。9 

• LPDDR：LPDDR5X 具備領先業界的低功耗效能優勢，能滿足 PC、智慧型手機、機器人

及次世代車用平台上即時 AI 運算需求。  

 
4 功耗減少三分之二的計算係基於單個 128GB、128 位元匯流排寬度之 SOCAMM2 模組，對比兩個 64GB、64 位元匯

流排寬度之 DDR5 RDIMM 模組的功耗瓦數比較。佔用空間少三分之二的計算係由 SOCAMM2 的面積尺寸

（14x90mm）與標準伺服器 RDIMM 模組面積相比較。 

5 效能優勢係以 9,200 MT/s 產品對比 6,400 MT/s 產品計算所得。 

6 機架空間的縮減計算：每 36U 可容納 720 顆 245.76TB SSD，總容量達 176.9PB，相較於每 36U 可容納 720 顆 

44TB HDD，總容量為 31.7PB 之理論最大值。相較之下，HDD 部署（後者）需要比 SSD（前者）多 5.6 倍的機架空

間。 

7 美光 6600 ION 245TB SSD 峰值功耗為 30W，而每顆 44TB HDD 的峰值功耗則為 10W。44TB HDD 的功耗資訊未

公開，比較係基於 36TB/32TB HDD 的峰值功耗進行而得。來源：exos-ds2046.1-2512-en_us.pdf 

8 GDDR7 與 GDDR6 元件針腳速度的規格級對比。 

9 更高的頻寬有望提升 GDDR7 的推論負載效能。 

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lsc4wiMk7YB50ZO4sAtf7YDYA0z4op18ekJIdcSnRSopua_rxKzkkp1Tt4q2Icz-tLb4jkrkJh-6aLUa2aKLaw-qdUdaEZx6vrorPQbRgWhI0dJK79lnwRiqBFwXafwsj7Cz-Z1rRJ0rSzsMPbA0YjizazKM-JdHbe7gs__6RewPwjBNGxTAHjlhhRxm_g6sEn1xiwn4zHCChFqJDkoG_ArPta3b02pDj1kA7CaBCd1lmlCkBT_wsifEn3lWlSEIQnBMKkvlINqRpNCb7lSKdg==


 
• 用戶端 SSD：美光 4600 PCIe Gen5 NVMe™ SSD 可在一秒內載入 LLM10，相較於前一

代 Gen4 SSD ，能源效率提升 107%。11 

• 車用 UFS：UFS 4.1 提供高達 4.2 GB/s 的傳輸速度，效能為前一代的兩倍，同時具備 

115°C 耐熱保護，並符合車規功能安全標準，適用於先進駕駛輔助系統（ADAS）與車載 

AI 運算。 

共同推動 AI 未來發展 

AI 已徹底重塑記憶體的角色，使其轉化為舉足輕重的戰略性資產，驅使記憶體與運算單元在設計

之初就必須進行緊密的協同合作以達到最佳效能。奠基於橫跨多代的 DRAM 與 NAND 製程技術

領先優勢，包括近年推出 1γ DRAM 與 G9 NAND，美光目前正積極透過協同設計與工程合作，深

化與生態系夥伴的技術協作，進一步加速 AI 平台落地，實現更卓越的系統級最佳化。同時，在美

國、印度、日本、新加坡和台灣的製造擴展投資支持下，使美光得以在全球大規模落實創新成果。 

COMPUTEX 展示活動 

在 2026 年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）期間，美光將於 6 月 2 日至 4 日在其位於台北 

TFC 南港經貿大樓辦公室舉辦產品展示活動，僅限受邀貴賓參加。如需安排參觀，請與美光銷售

代表聯繫。 

 

關於 Micron Technology, Inc.  

我們是創新記憶體和儲存空間解決方案的業界領導者，致力於改變世界使用資訊的方式，豐富所

有人的生活樣貌。美光持續專注於用戶、技術領先、卓越的製造與營運，美光提供高效能 DRAM、

NAND 和 NOR 記憶體以及儲存的豐富產品組合。每一天，我們的人員所提出的創新推動了數據

經濟、AI 和運算密集型應用程式的進步，激發各種機會 ── 從資料中心到智慧邊緣以及用戶端和

行動裝置使用者體驗。欲進一步瞭解 Micron Technology, Inc.（Nasdaq：MU），請瀏覽 

tw.micron.com。  

© 2026 Micron Technology, Inc. 版權所有。資訊、產品及／或規格若有變更，恕不另行通知。美光、美光標誌及其他

所有美光商標均為 Micron Technology, Inc. 所有。所有其他商標皆屬其各自擁有者所有。 

 

美光產品與技術溝通聯絡人： 

Mengxi Liu Evensen 

 
10 測試所使用的 LLM 是 Llama2，其具備 130 億參數，檔案大小為 10.4GB  

11 效能和能源效率聲明是基於 PCIe Gen4 Micron 3500 SSD 與 Micron 4600 SSD 的比較。 

https://tw.micron.com/
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